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Abstract (en)
[origin: WO9011613A1] A multi-layer Z-technology module (20) having a two dimensional photodetector (24) mosaic is disclosed, in which the
function of A/D signal conversion is accomplished in each on-chip channel. In order to satisfy the power and real estate limitations of the modules,
a substantial part of the A/D conversion circuitry is located off-chip. Two devices are required in each channel on each chip (22), a precision
comparator, and a storage register. These may be combined with an off-chip analog ram, and an off-chip digital ramp. Certain on-chip performance
enhancements are disclosed, which can operate either in the analog mode or the digital mode. One such enhancement is compensating for
the voltage offset of each comparator. Another enhancement is reducing the duty cycle of each precision comparator, in order to lower power
requirements.

Abstract (fr)
L'invention concerne un module (20) de technologie Z multicouche comportant une mosaïque de photodétecteur (24) bidimensionnelle, dans lequel
la fonction de conversion de signaux A/N est accomplie dans chaque canal sur puce. Afin de satisfaire les limites de puissance et d'encombrement
des modules, une partie substantielle du circuit de conversion A/N est situé hors puce. Deux dispositifs sont requis dans chaque canal se trouvant
sur chaque puce (22), un comparateur de précision et un registre de mémoire. Ces derniers peuvent être combinés avec une rampe analogique
hors puce, ainsi qu'une rampe numérique hors puce. L'invention concerne également certaines améliorations de performances sur puce, pouvant
être utilisées soit dans le mode analogique, soit dans le mode numérique. Une de ces améliorations est la compensation du décalage de tension de
chaque comparateur. Une autre amélioration consiste à réduire le temps de mise sous tension de chaque comparateur de précision, afin de limiter
les besoins en courant.
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